
“电子电镀技术”专题征稿函 

21 世纪，随着现代科学技术的飞速发展，人类进入一个崭新的时代──信

息时代。随着微型计算机、通信、家电等电子产品产业的发展和普及，对电子产

品加工技术要求越来越高，电子电镀技术得到了前所未有的重视。 

电子电镀是电子产品制造加工的重要环节，在很大程度上体现了电子制造业 

的技术水平。由于电子电镀面对的是高技术含量的电子领域，与常规的装饰、防 

护性电镀相比，在种类、功能、精度、质量和电镀方法等方面均有不同，技术要 

求非常高，在某种意义上电子电镀已成为一门独立于常规电镀的专门技术。基于 

此，本刊近期计划策划“电子电镀技术”专题，由哈尔滨工业大学李宁教授担任

专题主编。李教授是中国表面工程协会特种涂层委员会副理事长、中国腐蚀与防

护学会常务理事。本专题文章可以是研究快报、技术论文或结合本研究组重要成

果的前沿领域综述等。专题内容主要包括： 

印制板(PCB)表面涂覆工艺；塑料电镀、直接电镀技术；连接器、接插件、

微波器件电镀；电子、微电子器件表面处理技术；纳米电镀、脉冲电镀等新型镀

层加工方法；绿色环保电镀技术；其它您认为本领域有意义的问题。 

本刊编辑部及李宁教授特邀您撰稿，展示您的研究成果与学术发现，以期进 

一步提升该专题的学术质量和影响力。请请在 2017年 1月 31日前投稿。我们将

快速处理，并优先为您在正刊上发表，《表面技术》目前为全国中文核心期刊、

中国科学引文数据库（CSCD）来源期刊。 

投稿方式：登陆本刊网站 www.surface-techj.com 上注册并进行网上投稿，

投稿栏目请选择“电子电镀技术”专题。 
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